
PowerCSPTM 是一种新型的芯片级功率晶体管封装。 
它具有简单的结构，出色的电和热性能，以及能克服分立或集成封装挑战
的高密度外观规格。

PowerCSP™
数据表  |  功率产品

应用
PowerCSP™ 适用于功率应用，且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量
身定制，例如：

 f 电信/数据中心
 f 电动和混合电动汽车
 f 直流-直流转换

可靠性认证
 f 正在开发 5 x 6 mm 封装尺寸

测试服务
Amkor 为全部功率分立产品提供完全一站式的服务。我们有能力测试各种类型的
功率器件，包括 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、二极管和稳压器 IC/智能化电
源器件。

 f Amkor 的功率分立测试能力
 ▷ 静态测试（直流）
 ▷ 动态测试（交流、开关/Trr、电容/Rg）
 ▷ 破坏测试（电感负载/VSUS、锁定测试、电涌、隔离/VIL）
 ▷ 热阻（ΔVDS、ΔmV，等等）

 f 程序生成/转换
 f 失效分析
 f 可用的测试/分选技术
 f 集成打标、外观检查和卷带式包装服务

标准材料
 f 引线框架：裸铜 (C19210)
 f 晶片附着：银粘合剂、银烧结、锡焊和混合烧结材料
 f 模塑化合物：无卤素

装运 
 f 卷带式包装

 ▷ 每卷 3000 件
 ▷ 卷带宽度 12 毫米
 ▷ 每卷直径 = 330 毫米

 f 条形码封装标签

特色

 f 低电阻/电感封装

 f 缩小外观规格，芯片级封装 (CSP)

 f 兼容 CMOS、氮化镓和碳化硅

 f 集成功率构件

 f 减少热和电接口

 f 直接连接源极和漏极到印刷电路板

 f 30-70% 的封装体积内含有高比例导电
材料

 f 比其他分立封装的电阻 (Rds) 和电感 
(Lds) 更低，并且具有更出色的电容 
(Ciss) 性能

 f 双面功率封装中的定制和标准引脚布局   

全新开发

 f 简单的封装结构，无需夹片和打线，实现
源级/漏级/门级的直接连接

 f 与传统分立封装相比，消除产生损耗的
接口

 f 最大程度扩大源极和漏极的连接面积



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。
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PowerCSP™
Heat spreader attach (optional)

Wettable flank (optional)

High thermal and electrical conductive materials
(solder, hybrid or sintered materials)

Conventional QFN process flow 
is possible to apply

HS side wall is possible
to cover by EMC

首次实施 PowerCSP™ 技术显示了它的灵活性，以及众多结构选项

PowerCSP™ 设计为芯片级功率封装提供多种连接选项

基于 PowerCSP™ 设计灵活性的芯片级功率封装变化

嵌入式技术示例

Gate on PCB Internal Gate
Exposed back drainCovered back drain
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